
珠海回收IC回收晶闸管

产品名称 珠海回收IC回收晶闸管

公司名称 深圳银源电子

价格 800.00/件

规格参数 品牌:村田、TDK、太诱、国巨、三星
型号:规格不限均有收购
产地:进口

公司地址 深圳市福田区华强北街道华航社区振华路100号
深纺大厦C座2K22

联系电话 15338737949 15338737949

产品详情

珠海回收IC回收晶闸管 宝安收购积压TF卡、石龙回收积压松下继电器、松岗回收拆机TF卡、港口回收汽
车CPU、台州收购拆机手机芯片、宝山回收报废手机电池、兰州收购拆机蓝牙模块、银川回收积压贴片
光耦、民众收购报废空调模块、黄埔回收积压逻辑板、上海收购积压CPU、嘉兴回收拆机仙童光耦、哈
尔滨收购报废NFC芯片、乌鲁木齐回收报废村田电容、无锡回收拆机电子芯片、南通收购拆机字库IC、
淮安回收汽车泰科继电器、沙田收购汽车PIC16F系列、佛山回收报废线路板、兰州收购汽车东芝内存、
绵阳收购积压电解电容、龙岗回收汽车服务器硬盘、天津回收报废STM32F103系列、洪梅收购积压锂电
池、黄江回收报废闪迪字库、南头收购积压显卡芯片、平湖回收报废芯片、淡水回收积压排线、淮安回
收拆机服务器硬盘、扬州收购积压开关芯片、乌鲁木齐回收积压希捷硬盘、深圳回收积压亿光光耦、道
滘回收积压记录仪芯片、威海回收汽车联发科IC、三乡收购积压整流器、吴江收购拆机希捷硬盘、道滘
回收积压泰科继电器、神湾回收拆机平板电脑电池、淮安收购拆机DDR芯片、松江收购报废英特尔IC、
横沥回收积压无线芯片、杭州回收报废VR眼镜、宝山回收报废电子芯片、惠州回收拆机平板电脑电池、
平湖回收报废蓝牙芯片、大涌回收积压电源模块、台州回收汽车南北桥IC、福州回收积压整流桥、凤岗
回收拆机红宝石电容、中堂收购积压排针 AGN200S06X、SN74F11NSR、RB160M-60、SN74LVTH16501DL
、DCP020505UE4、MCP47CMB22-E/MF、ERG1SJ104U、NCP1246ALD065R2G、AD5696ACPZ-RL7、ERJ8
ENF8662V、MM2907、EFM32ZG210F32-QFN32、C1608CH2A150J080AA、SN74F153N、ERA2VEB6980X、
MT28C3212P2FL-10TETQS、RDE5C2A150J0M1H03A、5SGXEA3H2F35I2LN、CGJ4C2C0G1H222J060AA、
HF116F-1/024AF-2HFC、CL03C100JA3GNND、TC7SZ00F、NCP1234AD65R2G、MRF8VP13350NR3、LTC
2605IGN-1#PBF、ERA6ARB1692V、EXBV8V154JV、AD558JPZ、ERJU01F3301C、5962-8995401EA、R7F70
10224AFP、SiHD3N50DA、ERA3APB7150V、STC15F103E、MT44K64M18RCT-093E:A、B82422T1222J008
、ERJU03D31R6V、HF105F-4/012D-1HT、ERJ3RED16R2V、TLC372IP、MAX20317、MAX17019、SCS212
AG、DE2B3SA681KJ3BY02F、RDED72E105K5B1H03B、EEEFK1H221GL、TLC27L2CP、TSC102IPT、SN74
LV245ATNSR、OPA277U/2K5、XCVU29P-1FLVA2577I、ERJPB3B3920V、LCMXO2-7000HE-5FTG256C、
AD6645ASVZ-105、SiZ342ADT、LP2987AILD-5.0/NOPB、ERJPA3F8660V、ERJU02D22R1X、AD9650BCPZ
RL7-65、ERJ8BWFR100V、ERJUP8F1050V、MC100EP91DWG、MC74LCX245DWG、HF3F-L/6-1HSL2T、
SNJ54ALS240AJ、ERJP14D2053U、FW233、UCC29002DR/1、LQW18AS68NG00、ISO7830DWWR、ERA8
ARB182V、GXM188B31E225KA10#、DSA1101CA2-010.0000VAO、ERJ3RED1503V、GXM1881X1H1R0CA0



2#、LP3991TL-1.2/NOPB、74HCT2G08DP-Q100、LT3015IT-2.5#PBF、GJM0332C2A5R6WB01#、ERX3FJS5
R1E、BA08CC0WFP、TLV5619QDWG4、ADZ15B、CC0805JKNPO0BN332、CC0603KRX7R9BB821、UMK
105CG270JVHF、ADS1286U、LM2936Z-5.0/LFT4、JY202、BA30BC0T、AFS1500-1FG484I、TL7705BIP、ER
JU3RD1182V、CL0306KRX7R6BB104、LQH43NN5R6K03、LQG15WH2N3B02、CC0805FRNPO9BN511、L
TC2302IDD#TRPBF、VLS4012HBX-220M、XCVU11P-2SHGF1924I 下文将从技术种类、产业机遇及国内代
表性企业近况等方面对产业进行一个简单的介绍。封装技术有哪些?封装的分类方式有多种，如以封装组
合中芯片数目为依据可以分为单芯片封装和多芯片封装;以材料为依据可以分为高分子材料类和陶瓷类;以
器件和电路板连接方式为依据可以分为引脚插入型和表面贴装型;以引脚分别为依据可以分为单边引脚、
双边引脚、四边引脚、底部引脚等。封装技术历经多年发展，常见的类型有如下几种：BGA(BallGridArra
ye)：球栅阵列封装，表面贴装型封装之一，是在封装体基板的底部制作阵列焊球作为电路的I/O端与PCB
板互接，由美国Motorola公司开发。 
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